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Der groBe Frequenzbereich und der in weitem Bereich einstellbare Ausgangspegel
sind die wesentlichen Leistungsmerkmale des HFG 9300. Dieser erzeugt Sinussignale im
Bereich von 10 MHz bis 300 MHz und ldsst eine Variation des Ausgangspegels von
0 dBm bis —-60 dBm (typ.) zu. Die Méglichkeit der Amplituden- und Frequenzmodulation
stellen weitere Features eines Hochfrequenz-Signalgenerators dar, der auBerdem
durch sein sehr gutes Preis-/Leistungsverhéltnis besticht.

Allgemeines

Neben der bereits vorgestellten Schal-
tungstechnik kommt auch dem Nachbau
eine wesentliche Bedeutung zu. Wie bei
jeder HF-Schaltung, beruht auch hier die
Funktionaufder Verschmelzung zwischen
Schaltung und Layout. Alle zum Signal-
weg gehdrenden Komponenten und die
Arbeitsschritte zur Montage dieser Bautei-
le beeinflussen auch die Funktion. So las-
sen sich durch einen nicht sachgemifen
Aufbau die technischen Daten beliebig
verschlechtern. Beispielsweise sind hier
die Leiterbahnen im Signalweg nicht als
reine Verbindungsleitungen zu sehen, son-
dern stellen als Streifenleitung ein Bauteil
der Hochfrequenztechnik dar. Daher ist
beim im Folgenden beschriebenen Nach-
bau besonders sorgfiltig vorzugehen.

66

Achtung: Aufgrund der im Gerit frei
gefiihrten Netzspannung diirfen Aufbau
und Inbetriebnahme ausschlieBlich von
Fachkréften durchgefiihrt werden, die auf-
grund ihrer Ausbildung dazu befugt sind.
Die einschldgigen Sicherheits- und VDE-
Bestimmungen sind unbedingt zu beach-
ten. AuBerdem ist bei allen Arbeiten am
geoffneten Gerit, d. h. bei der Inbetrieb-
nahme, beim Abgleich oder bei der Repa-
ratur, ein Netztrenntransformator zu ver-
wenden.

Nachbau

Die gesamte Schaltung des HFG 9300
findet auf der 337 mm x 197 mm grof3en
Basisplatine und der 337 mm x 80 mm
messenden Frontplatine Platz. Auf der
Frontplatine sind die Anzeigeelemente und
Bedientasten angeordnet. AuBlerdemist hier

der Prozessor untergebracht. Auf der Ba-
sisplatine sind die Schaltungsteile der Sig-
nalerzeugung und das Netzteil zu finden.

Beide Platinen sind als doppelseitige
durchkontaktierte Platinen ausgefiihrt. Im
Bereich der hochfrequenten Signalfithrung
ist dies auch unumgénglich, da hier bei-
spielsweise die Microstrip-Leitungen zwin-
gend einen zweiten Layer bendtigen. So
steckt beim HFG 9300 ein Grofiteil der
Entwicklungsarbeit im Schaltungslayout,
d. h. in der Ausarbeitung und Umsetzung
der Designregeln fiir den HF-Teil des Ge-
nerators. Hier ist eine optimierte Leiter-
bahnfiihrung notwendig, um eine moglichst
gute Signalfiihrung zu erreichen, etwaige
Unzuldnglichkeiten im Layout wiirden sich
sofort negativ auf die Signalqualitét aus-
wirken.

Der Nachbau des Gerites beginnt zu-
néchst mit dem Aufbau der Frontplatine.
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Beim Bestiicken der Leiterplat-
ten sollte besonders sorgfaltig
vorgegangen werden, da eine
etwaige Fehlersuche aufwendig
und nervenaufreibendist. Indie-
sem Zusammenhang empfiehlt
es sich, die vorliegende Bauan-
leitung komplett durchzulesen,
bevor mit dem Aufbau begon-
nen wird.

Besondere Beachtung ist den
SMD-Bauteilen zu schenken.
Alle Widerstande und Keramik-
Kondensatoren sind ausschlief3-
lich in SMD-Bauform ausge-
fiihrt. Bei den SMD-Kondensa-
toren ist zu beachten, dass diese
keinen Werteaufdruck besitzen
und daher nur durch explizites
Durchmessen identifiziert wer-
den konnen. Bei den Halblei-
tern wurde wenn moglich auch
auf platzsparende SMD-Vari-
anten zuriickgegriffen.

Aufbau der Frontplatine
Die Bestiickung der Front-
platine erfolgt anhand des Be-
stiickungsdruckes sowie der
Stiickliste, wobei aber auch das
dargestellte Platinenfoto hilfrei-
che Zusatzinformationen liefern
kann. Die Frontplatine ist sehr
iibersichtlich aufgebaut, wo-
durch beim Nachbau keine Pro-
bleme auftreten diirften.
Imersten Nachbauschritt sind
die SMD-Kondensatoren und

Ansicht der fertig
aufgebauten Frontplatine
mit zugehérigem
Bestlickungsdruck von der
Bestiickungsseite (Original-
groBe: 337 x 80 mm)
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SMD-Widerstinde einzuldten.
Diese finden, wie alle SMD-Bau-
teile der Frontplatine, aufder Lot-
seite ihren Platz. Beim folgenden
Einbau der SMD-Dioden und
SMD-ICs ist die richtige Polung
sicherzustellen. Bei den Dioden
kennzeichnet der Katodenring auf
dem Bauteil, der mit der Markie-
rung im Bestiickungsdruck iiber-
einstimmen muss, die Polaritét.
SMD-ICs sind durch eine abge-
schrigte Kante des Gehduses ge-
kennzeichnet, wie beispielsweise
bei IC 203, oder es befindet sich
eine Pin-1-Markierung in Form
eines Punktes auf dem Gehduse
(wiebeilC202). Im Bestiickungs-
druck ist die abgeschrégte Kante
durch eine zusitzliche Linie im
Symbol dargestellt, im Falle von
IC 202 ist der Pin 1 durch die
abgeschriagte Ecke des Symbols
veranschaulicht.

Anschlielend sind die be-
drahteten Bauteile auf der Bestii-
ckungsseite einzusetzen. Beim
Widerstandsarray R 200 ist die
Polung mit dem Punkt am Bauteil
gekennzeichnet. Diebeiden Elek-
trolyt-Kondensatoren sind liegend
einzusetzen, wobei auch hier die
korrekte Polaritdt sicherzustellen

ELV. @1620948_LS
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Ansicht der fertig
aufgebauten Frontplatine
mit zugehérigem
Bestilickungsdruck von der
Létseite (OriginalgroBe:
337 x 80 mm)
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Stiickliste: Hochfrequenz-
Signalgenerator HFG 9300

Frontplatine
Widerstande:
82Q/SMD ....ccoovveevn. R204-R211
1kKQ/SMD .....ccooovve. R213, R215,

R217, R219, R221
2,2kQ/SMD........ R214, R216, R218,

R220, R222
100KQ/SMD .......covveeveereeennnne. R224
220kQ/SMD ........ccuvu. R212, R223
Potentiometer, 6 mm, 4,7kQ ..... R202
4, TKQ/ATTAY ..o R200
Potentiometer, 6 mm, 47kQ ..... R201
................................................... R203
Kondensatoren:
33pF/SMD...........cue.e..... C206, C207
100pF/SMD .....ccoeviieieiieiennne C213
680pF/SMD .................... C205, C210
3,3nF/SMD ........cccoeun... C204, C211
10nF/SMD .....coovvevieeeecieeenn. C203

100nF/SMD ......... C202, C208, C209,
C212, C214, C215

TUE/100V oo, C201
2,2UF/63V i C200
Halbleiter:

BC327-40 ..oovviiiens T200-T204
LLAT48 o D206, D207
7-Segment-Anzeige,

Erin oo DI200-DI203
LED, 3 mm, griin ............ D200-D205
TAHC14/SMD .....cocvvvenee. 1C203
TAHCS90 ..o 1C201
ULN2803 ..o 1C200
ELVO1259 .o 1C202
Sonstiges:

Quarz,12 MHz .......cccvevvvennne. Q200
Mini-Drucktaster,
B3F-4050................. TA200-TA205

3 Zylinderkopfschrauben, M3 x 6 mm
3 Féacherscheiben, M3
3 Befestigungswinkel, vernickelt

ist. Die richtige Einbaulage der Transisto-
ren ist durch die Pinanordnung vorgege-
ben, die Einbauhohe darf dabei 7 mm nicht
iiberschreiten (Abstand zwischen Platine
und Gehéuseoberseite). Bei den ICs gibt
die Gehiduseeinkerbung, die auch im Sym-
bol dargestellt ist, die korrekte Polung vor.

Damit die LEDs und 7-Segmentanzei-
gen spéter ordnungsgemal durch die Front-
platte scheinen, miissen diese vor dem
Anloten ausgerichtet werden. Dazu sind
die Leuchtdioden mit einem Abstand von
7 mm (von der Platine zur Diodenkorper-
spitze gemessen) zu positionieren. Gleich-
zeitig ist sicherzustellen, dass der Dioden-
korper sowohl in horizontaler als auch in
vertikaler Richtung exakt ausgerichtet ist.

AnschlieBend werden die Taster und der
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Quarz bestiickt. Vor dem Einbau der drei
Potentiometer sind deren Anschlussbeine
direkt am Widerstandskorper um 90° nach
vorne abzuwinkeln. Die Montage erfolgt
dann von der Riickseite, d. h. von der
Lotseite, die von vorne aufzuschraubende
Mutter fixiert das Bauteil, bevor es angelo-
tet wird.

AbschlieBend werden die Befestigungs-
winkel, die spdter die mechanische Ver-
bindung zwischen Frontplatine und Basis-
platine herstellen, angeschraubt. Diese sind
so auf der Lotseite zu positionieren, dass
der Schenkel mit der Bohrung ohne Ge-
winde nach unten zeigt. Befestigt werden
die Winkel auf der Lotseite mit Zylinder-
kopfschrauben M3 x 6 mmund unterlegten
M3-Zahnscheiben, die von vorne einge-
schraubt werden. Damit sind die Arbeiten
an der Frontplatine zunéchst abgeschlos-
sen, und es folgt der Aufbau der Basispla-
tine.

Aufbau der Basisplatine

Da die Basisplatine die Komponenten
des HF-Signalweges beherbergt, kommt
hier der Lotseite der Platine eine besondere
Bedeutung zu. Sie muss im Bereich der
hochfrequenten Signalfiihrung aus einer
mdglichst ununterbrochenen Masseflidche
bestehen. Daher sind sowohl die bedrahte-
ten als auch die SMD-Bauteile auf der
Bestiickungsseite positioniert. Beim Ein-
bau der zum Teil sehr empfindlichen akti-
ven SMD-HF-Bauelemente ist besondere
Vorsicht geboten. UnsachgemaéBe, d. h. zu
lange oder zu heifle Lotungen fithren hier
sofort zur Zerstérung des entsprechenden
Bauelementes.

Aufgrund der Verarbeitung hochfre-
quenter Signale, muss beim Aufbau beson-
ders auf einwandfreie Lotungen geachtet
werden. Vor allem sollte man beim Einlo-
ten der Bauteile darauf achten, dass die
Durchkontaktierungen, die keine Bauteile
aufnehmen, nicht mit Lotzinn ,,volllau-
fen”.

Imersten Schrittder Aufbauarbeiten sind
die SMD-Widerstinde, SMD-Kondensa-
toren und SMD-Drosselspulen einzulten.
Die Oszillatorspulen L 6, L 7, L 12 und
L 13 werden zu einem spéteren Zeitpunkt
eingebaut.

Anschlieffend konnen die SMD-Halb-
leiter bestiickt werden. Dabei ist die kor-
rekte Polung jeweils sicherzustellen. Beim
Einbau der Transistoren gibt die Anord-
nung der Pads dierichtige Position vor. Die
Kennzeichnung der Dioden erfolgt iiber
den Katodenring auf dem Bauteil, der mit
derMarkierung im Bestiickungsdruckiiber-
einstimmen muss. Das breitere Anschluss-
bein der integrierten PIN-Dioden DS, D14
und D 28, das auch im Bestiickungsdruck
gekennzeichnet ist, markiert den Pin 1 des
Bauteiles. Beim Einbau der Detektordiode

D 27 ist besondere Vorsicht geboten, da es
sich hierbei um ein sehr empfindliches HF-
Bauelement in Bezug auf eine thermische
Uberbeanspruchung handelt. Die richtige
Polung stellt hier die Padanordnung sicher.

Die Einbaulage der ICs wird, wie bei der
Bestiickung der Frontplatte, durch die ab-
geschrigte Gehdusekante festgelegt. Die
integrierten HF-Verstiarker IC 3, 1C 12 und
IC 15 besitzen zur Kennzeichnung der Pin-
anordnung einen Punktaufdruck und zu-
sdtzlich einen abgeschrédgten Eingangspin
(Pin 1), der auch im Bestiickungsdruck
dargestellt ist.

Sind alle SMD-Bauteile soweit bestiickt,
folgt der Einbau der bedrahteten Bauele-
mente. Hier sind im ersten Schritt die Wi-
derstandstrimmer und Folienkondensato-
ren einzul6ten. AnschlieBend werden un-
ter Beachtung der korrekten Polaritét die
Dioden und Elektrolyt-Kondensatoren ein-
gebaut.

Nachfolgend erfolgt die Bestiickung der
Spannungsregler. Die Spannungsregler-1Cs
im TO-220-Gehiuse IC 2, IC 4, IC 6 und
IC 19 sind liegend einzubauen und daher
fiir den Einbau vorzubereiten. Hierzu sind
die Anschlussbeine im Abstand von 3,5 mm
zum Gehdusekdrper um 90° nach hinten
abzuwinkeln. IC 4 und IC 6 kénnen dann
zum Einbau entsprechend dem Bestii-
ckungsdruck positioniert werden. Die Fi-
xierung erfolgt mit Hilfe je einer Schraube
M3 x 6 mm, die von der Lotseite durchge-
steckt wird, und einer M3-Mutter mit un-
terlegter Facherscheibe.

Bei den Reglern IC 2 und IC 19 ist die
Montage auf einem SK-13-Kiihlkdrper
notwendig, um die erzeugte Verlustleis-
tung abfiihren zu kdnnen. Die Kiihlkdrper
sind dabei zundchst mit Schrauben M3 x
8 mm auf die Platine zu schrauben. An-
schlieBend werden die Spannungsregler
aufgesetzt und mittels Facherscheibe und
Mutter befestigt. Erst nach der mechani-
schen Befestigung diirfen die elektrischen
Verbindungen durch das Anléten der An-
schlussbeine hergestellt werden.

Umdie Nachbausicherheitdes HFG 9300
zu erhohen, sind die kritischen Oszillator-
spulenL 6, L 12 und L 13 als abstimmbare
Induktivitdten ausgefiihrt und miissen nicht
selbst gewickelt werden. Somit kénnen
diese Bauteile ohne Vorarbeiten eingesetzt
werden. Lediglich die Oszillatorspule L 7
ist als gewickelte Luftspule mit 4,5 Win-
dungen und einem Durchmesser von 5 mm
ausgefiihrt. Eine solche kleine Luftspule
lasst sich sehr einfach wie folgt anfertigen:

Der Spulendraht (0,8 mm Drahtdurch-
messer) ist glattzuziechen und dann auf ei-
nen 5-mm-Bohrerschaft etc. aufzuwickeln,
wobei die Windungen alle dicht an dicht
liegen miissen. Der Wickelanfang, der spa-
ter auf das SMD-Pad geldtet wird, ist dann
geméil Abbildung 10 zu biegen. Das Wi-
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Ansicht der fertig
bestiickten Basis-
platine des

HFG 9300
(OriginalgroBe:
337 x 197 mm)
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Bestlickungsplan
der Basisplatine des
HFG 9300

(OriginalgroBe:
337 x 197 mm)
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Stiickliste: Hochfrequenz-Signalgenerator HFG 9300, Basisplatine

Widerstande:
27Q/ISMD ...ooooviviiieeeeann. R12, R55
33Q/SMD.......... R45, R46, R52, R56,

36Q/SMD .....ccccovveuiniinreinennn, R111
39Q/SMD .................. R10,R11, R92,
R93, R105

47Q/SMD ........cccceeuee. R8, R77, R89,
R102, R112

47Q/SMD/Bauform 1206 ....... R1,R2,
R88, RI1

68Q/SMD .. R5,R53, R57, R99, R117
TSQ/SMD ..o, R109
82Q/SMD .......... R24, R25, R75, R76
100Q/SMD ................ R36, R39, R44,

R61,R62, R94, R123
100Q2/SMD/Bauform 1206....... R125,

R126
120Q/SMD ..o R110
150Q/SMD .o RI115
270Q/SMD ..., R30, R103
390Q/SMD......... R15, R17, R83, R85
470Q/SMD ..., R87, R95
680C/SMD ..., R133
820Q/SMD ....... R27, R28, R72, R73,
R90, R96, R108, R122

1kQ/SMD ........ R26, R31-R33, R63,
R64, R71, R104,

R132, R135, R139

1,SKQ/SMD .o R34

2,2kQ/SMD ..... R29, R37, R49, R137
2,7kQ/SMD ....... R19, R21, R79, R81

3,3kQ/SMD ........ccuveun... R142,R148
3,9kQ/SMD ............ R3, R4, R6, R13,
R98, R101, R106, R107,
R113, R138, R141
4,7kQ/SMD ............... R20, R22, R23,
R35, R38, R66, R74,
R78, R80, R136, R147
5,6kQ/SMD .............. R18, R69, R124
8,2kQ/SMD ................... R7,R9, R14,
R16, R84, R86, R97, R100
10kQ/SMD ............. R47,R118, R145
12kQ/SMD ........ccoveennre. R50, R127
15kQ/SMD ........ccoveennre. R82, R120
33kQ/SMD .............. R41, R48, R131
47kQ/SMD ........... R114,R121,R144
56kQ/SMD ........... R129, R130, R146
100kQ/SMD .............. R51, R60, R70,
R116,R134, R140
150KQ/SMD ......ooovveeveereeennnee. R143
180KC/SMD ......ccoveeveecrieeieennie R43
220KQ/SMD ......cooveevieciieeieene. R42
470KQ/SMD ......cooveevieeiieeieennnn. R65
PT10, liegend, 1kQ ................... R128
PT10, liegend, 10k ................. R119
PT10, liegend, 25k ................... R40
PT10, liegend, 50kQ ................... R54
Kondensatoren:
IpF/SMD .....cccvviieiiinns C24,C118
L8pF/SMD .....cooveiiiiieiieieene C65
2,2PF/SMD .....ccoviiiiiiiiiienne C109
3,3pF/SMD .....ccoveviiiiicieenen. C106
4, TpF/SMD .....oooviiiiieieeiieieienns C20
6,8pF/SMD .....cccvviiiiiiieieeieienne 91
22pF/SMD ..o C54
ATpF/SMD .....oooviiiieieiieie Cl121

68pF/SMD ..... C22, C27, C107, C110

100pF/SMD.............. C18,C32,Cl16,
C120, C143

150pF/SMD............. C16,C17,C119
ATOPF/SMD ..o C61
680pF/SMD.............. C21, C23, C34,
C108, C111

820PF/SMD ... ce64
InF/SMD........... C15,C19, C25, C26,
C31, C51,C55, C63, C69,

C70, C77, C83, C89, C96,

€98, C103,C114, C127,

C145,C153

2,20F/SMD ... C112, C156
3,30F/SMD oo c47
4,70F/SMD ...... C33, C67, C93, C117
10nF/SMD........... C7-C10,C13, Cl14,
C28-C30, C38, C39, C46,

€52, C53, C71,C81, C82,

€88, €92, C97, C100,

C101, C123, C124, C126, C128,
C129, C131-C134, C146
22nF/SMD ........ Cl11, C35, C42, C43,

C66, C74, C78, C84,
C136, C142, C158, C161
47nF/250V ..ouevveeeen. C160, C163
S6NF/SMD .....ooooviiiiiieeeieenen. Cl154
100nF/SMD ............ Cl1,C3,Ce6,C12,
C37, C40, C45, C48, C49,
C57, C60, C68, C73, C75,
C80, C85, C87, CY9%4, C95,
C99, C102, C104, C113,
Cl115, C122, C130,
C135, C137, C138, C140,
C144, C147-C152,
C155, C157, C159, C162
100ONEF/X2 ..o C90
470nF/100V ..ooeviieeiieiieeiieeeenn, C50
TUE/100V oo, C59, C139
10uF/63V ............ C2, C5, C41, C44,
C56, C62, C72, C76, C79,
C86, C105, C141
220UF/S50V oo C36
1000UF/40V ..ooiiiiieieieeee C58
2200uF/40V ...cooieieinee C4,C125
Halbleiter:
TBLOS oo IC1
T8I oo IC2
INA10386/SMD ................. 1C3, IC15
| Y 3 AT IC4
TLC274/SMD ....cccvveveeeeein. IC5
TOL2 e IC6
OPO7/SMD .....oovvvcieeeieeeeeeene 1C7
TOLOS oo IC8
LT1016/SMD ....ccoeeouvvveeeeecennn. 1C9
U893BS/SMD ....ccoovvvvveeeeeen, IC10
LM324/SMD .......cccouu..... IC11, IC20
INAO3184/SMD ......cccovvvveveennn. IC12
TAHC132/SMD ......cccvvvveeeenen.. IC13
LT1719/SMD .....ccovvviveiieeieannn, IC14
74HC595/SMD ................ IC16, IC21
TAHCT4/SMD ......ooovvvveean. IC17
TAFTA/SMD ....ccooovvveiiieeeene. IC18
TBOS .o IC19
CD4053/SMD ......coovevvveennn. 1C22
TLO82/SMD .....ccoovvveeieeeieeenn, 1C23
TLO72/SMD ......cccceuuueee.... 1C24, 1C25
BF550/SMD .....ccooovvveeieene. T1, T8
BF569/SMD ......cccoovvvevieennen. T2, T9

BFS17P/SMD/Siemens .......... T3, T4,
Te6, T7
BC848 .....ccceeee TS, T10, T11, T13
BF245B ..o T12
1N4001 ..D1-D4, D15, D16, D43-D46
BB640/SMD .......... D5, D6, D9, D10,
D31-D33, D35-D37
BB639/SMD.......ccccoeveurnnnne. D7,DI11
BARG60/SMD................ DS, D14, D28
LL4148/SMD .. D12, D13, D29, D30,
D39, D40
BA596/SMD ............. D17-D26, D34,
D38, D41, D42, D47, D48
HSMS2850/SMD .......ccecveueruene. D27
BATA43/SMD ......coovvvveiieiieienns D49
Sonstiges:
Spule, 22uH, SMD ................. L1, L2,
L15,L16,L19

Spule, 10uH, SMD ... L3-L5, L8-L11,
L14,L17,L18

Spule, 680nH, KM7 ............cc.... L6
10cm Schaltdraht, 0,8 mm, blank,

versilbert .........ooooeeviiiieiieeeieen, L7
Spule, 3,9uH, KM7 .......ccooueneee. L12
Spule, 220nH, KM7 .................... L13
BNC-Einbaubuchse .......... BUI1, BU2
Netzschraubklemme, print,

2-POlig evoeieiiieeeee e KL1
Shadow-Netzschalter..................... S1
Trafo,1x12V/4,5VA .........c......... TR1
Trafo,2x15V/4,5VA ................... TR2
Trafo,1x8V/3,6VA .......ccvven... TR3
HF-Miniatur-Relais, 12V, 1 x um,

UMI-12W-K ... RE1

Sicherung, 50 mA, trige........ SI1-S13

3 Platinensicherungshalter (2 Hélften)

3 Sicherungsabdeckhaube

1 Adapterstiick fiir Shadow-Netzschalter

1 Verlangerungsachse fiir Shadow-
Netzschalter

1 Druckknopf fiir Shadow-Netz-
schalter, g 7,2 mm

6 Tastknopfe, 10 mm

3 Drehknopfe, 16 mm, grau

3 Knopfkappen, 16 mm, grau

3 Pfeilscheiben, 16 mm, grau

3 Gewindestift mit Spitze, M3 x 4 mm

2 Zylinderkopfschrauben, M3 x 6 mm

5 Zylinderkopfschrauben, M3 x 8 mm

2 Zylinderkopfschrauben, M3x 12 mm

4 Zylinderkopfschrauben, M4 x 90 mm

9 Muttern, M3

4 Muttern, M4

9 Fécherscheiben, M3

4 Distanzrollen, M4 x 15 mm

4 Distanzrollen, M4 x 25 mm

4 Distanzrollen, M4 x 35 mm

4 Polyamidscheiben, ¢ 10 x 0,5 mm

4 Polyamidscheiben, ¢ 10 x 1,5 mm

4 Polyamidscheiben, ¢ 14 x 2,5 mm

3 Befestigungswinkeln, vernickelt

1 Abschirmgehéuse, komplett

70 cm Kantenprofil, 5 mm

2 U-Kiihlkorper, SK13

1 Zugentlastungsbiigel

1 Kabel-Durchfiihrungstiille,
6x8x12x1,5mm

1 Netzkabel, 2-adrig, grau
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Bild 10: Prinzipzeichnung der
Oszillatorspule L 7

ckelende wird gerade gezogen und ent-
sprechend der Zeichnung geformt und ge-
kiirzt.

Zum Einbau istdas Wickelende zunichst
durch die entsprechende Bohrung in der
Platine zu stecken. Nach dem groben Aus-
richten der Spule wird dieser Anschluss
auf der Lotseite sorgfiltig verlotet, dabei
istu. a. darauf zu achten, dass die Spule auf
der Platine aufliegt. Da das Platinenraster-
mal fiir L 7 etwas lénger ist als die gewi-
ckelte Spule, muss die Spule zum nun
folgenden Anldten des Wickelanfanges
etwas in die Lange gezogen werden. Dies
ist bei einer solchen Silberdrahtspule auch
zwingend erforderlich, da sich sonst die
nichtisolierten Windungen kurzschlieen.

Nachdem nun auch die Oszillatorspulen
alle bestiickt sind, folgt der Einbau des
Relais, der Netzanschlussklemme und des
Netzschalters. Die dann zu bestiickenden
Platinensicherungshalter sind gleich mit
den entsprechenden Sicherungen zu verse-
hen und mit Hilfe der aufzusteckenden
Schutzkappen beriihrungssicher zu ma-
chen. AnschlieBend werdennoch die Trans-
formatoren eingebaut.

Bevor nun der Aufbau des Abschirmge-
hiuses erfolgt, sollte die Basisplatine auf
Bestiickungsfehler, Lotzinnbriicken und
kalte Lotstellen hin untersucht werden, da
diese Kontrolle mit den montierten Ble-
chen nur unter erschwerten Bedingungen
moglich ist.

Zum Aufbau des Abschirmgehéuses
werden zunéchst die BNC-Buchsen in das
vordere Abschirmblech, der Buchsentri-
gerplatte, eingebaut. In das Blech, bei dem
die abgeflachte Seite der Bohrung nach
unten zeigen muss, sind die BNC-Buchsen

von vorne einzusetzen. Von der Riickseite
fixieren dann Zahnscheibe und Mutter die
Buchse. Diese Komponente des Abschirm-
gehduses ist dann mit den eingebauten
Buchsen so an die Platine zu setzten, dass
die ,,heien Anschliisse” (Signalpins) der
BNC-Buchsen plan auf den entsprechen-
den Pads auf der Basisplatine aufliegen.
Durch zwei Punktltungen wird das Ab-
schirmblech zunichst nur provisorisch fi-
xiert.

Danach sind die iibrigen Teile des Ab-
schirmgehduses aufzuldten, wobei zuerst
die duBeren Seitenteile entsprechend ge-
bogen und behelfsmiBig angeldtet wer-
den. Die Positionierung erfolgt mittig iiber
den Durchkontaktierungen. Alsdann sind
die Innenwinde des Gehéduses so zu plat-
zieren, dass sich die Aussparungen in den
Blechteilen genau oberhalb der entspre-
chenden 50-Q-Leiterbahnen befinden, be-
vor sie durch kleine Punktlétungen befes-
tigt werden. Wenn alle Teile soweit aufge-
baut sind und die korrekte Positionierung
nochmals gepriift ist, werden alle Ab-
schirmbleche zuerst auf der Basisplati-
ne festgeldtet und anschlieBend an den
Stofkanten miteinander verlétet. Dabei
muss darauf geachtet werden, dass keine
Létzinnbriicken zu zum Teil sehr dicht an
der Abschirmung liegenden Bauteilen oder
Leiterbahnen entstehen. Dabei ist es nicht
notwendig das Abschirmgehiuse beidsei-
tig auf der Platine anzuldten. Das Aufset-
zen des Deckels erfolgt erst nach dem nun
folgenden Einbau ins Gehduse und nach
dem Abgleich.

Nachdem beide Leiterplatten fertig be-
stiickt sind, erfolgt die Verbindung von
Front- und Basisplatine. Dazu wird die
zuvor auf Lotzinnbriicken gepriifte Front-
platine mit den angeschraubten Winkeln
auf die Basisplatine aufgesetzt, wobei sich
die Locher in den Winkeln mit den entspre-
chenden Bohrungen in der Basisplatine
decken miissen. Mit von unten durch die
Basisplatine und den Winkeln zu stecken-
den Schrauben M3 x 8 mm und von oben
aufzusetzenden Ficherscheiben und M3-
Muttern wird die Verbindung mit der Ba-
sisplatine hergestellt.

Bevor die Schrauben in der Basisplatine
festgezogen werden, muss die Ausrich-
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Kunststoff-Druckknopf

Bild 11: Verlangerungsachse fiir den Netzschalter
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tung erfolgen. So ist zum einen die seitli-
che Ausrichtung zu kontrollieren, d. h. eine
exakte Fluchtung der zusammengehdren-
den Leiterbahnen der Front- und Basispla-
tine muss erreicht werden, zum anderen
darf an der Stokante zwischen Basis- und
Frontplatine kein erkennbarer Spalt entste-
hen. Nach der mechanischen Fixierung
sind dann samtliche Leiterbahnpaare und
die Massefldchen miteinander zu verloten.

Im nichsten Arbeitsschritt wird die
Schubstange des Netzschalters angefertigt.
Dazu wird die Verldngerungsachse geméaf
Abbildung 11 gebogen, zugeschnitten und
anschlieBend mit dem Kunststoff-Druck-
knopf und dem Adapterstiick versehen.
Diese vorgefertigte Einheit rastet dann mit
dem Adapterstiick auf dem Netzschalter
ein. Je ein Tropfen Sekundenkleber sichert
die Verbindungen Druckknopf — Verlan-
gerungsachse, Verlangerungsachse — Ad-
apter und Adapter — Netzschalter.

Die nun folgende Gehdusemontage be-
ginnt mit dem Vorbereiten der Riickwand.
Hier ist zunichst die Netzkabeldurchfiih-
rungstiille einzustecken, durch die dann
die vorbereitete Netzleitung gefiihrt wird.
Zur Vorbereitung der 2-adrigen 230-V-
Netzzuleitung ist diese zuerst auf einer
Lénge von 25 mm von der &dufleren Um-
mantelung zu befreien. Die beiden Innen-
leiter werden 5 mm abisoliert, und auf
jeden Leiter wird eine Aderendhiilse auf-
gequetscht. AnschlieBend wird die Netz-
leitung in der 2-poligen Schraubklemm-
leiste KL 1 verschraubt.

Mit der Zugentlastungsschelle, die mit
zwei von unten einzusetzenden Schrauben
M3 x 12 mm und den zugehdrigen Muttern
mit Facherscheiben festgezogen wird, ist
die Netzzuleitung auf der Leiterplatte zu
befestigen.

Nachdem die Riickplatte soweit bear-
beitet ist, werden die Tastkappen auf die
Taster der Frontplatine gesteckt, sodass
die Frontplatte aufgesetzt werden kann.
Danach erfolgt der Einbau des gesamten
Chassis ins Gehduse. Zundchst werden
4 Gehiusebefestigungsschrauben M4 x
90 mm von unten durch die Bohrungen
einer Gehdusehalbschale gesteckt, und die
so vorbereitete Bodeneinheit ist mit dem
Liiftungsgitter nach vorne weisend auf die
Arbeitsplatte zu stellen. Aufder Innenseite
der Gehédusehalbschale folgt auf jede
Schraube eine 2,5 mm starke Polyamid-
scheibe und eine 15 mm Distanzrolle. Nun
ist das komplette Chassis des HFG 9300
einschlieBlich Frontplatte und Riickwand
von oben iiber die Schrauben abzusenken.
Liegen Front- und Riickplatte korrekt in
ihren Fiihrungsnuten, kdnnen die erste In-
betriebnahme und der Abgleich erfolgen.
Diese Arbeitsschritte und die Gehduseend-
montage werden Gegenstand des néchsten
Artikels sein.
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